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Abstract (en)
During polishing the semiconductor disk (5) slides over at least two radial zones with different temperatures on the polishing tray (4). Means are
provided which allow the radial width, temperature and number of such zones to be specified before polishing of the semiconductor disks. The
claimed apparatus is characterized in that the polishing tray incorporates a system of concentric annular chambers (Z1, Z2, ...) for flow of a medium
whose temperature is adjustable.

Abstract (de)
Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zum Polieren von Halbleiterscheiben, bei dem mindestens eine Seite mindestens einer Halbleiterscheibe
gegen einen mit einem Poliertuch bespannten Polierteller gedrückt und poliert wird, wobei die Halbleiterscheibe und der Polierteller eine
Relativbewegung ausführen. Die Halbleiterscheibe überstreicht während des Polierens mindestens zwei Bereiche auf dem Polierteller, die bestimmte
radiale Breiten aufweisen und unterschiedliche Temperaturen haben. Im Polierteller sind Temperiermittel vorgesehen, mit deren Hilfe die Anzahl, die
radialen Breiten und die Temperaturen der Bereiche vor dem Polieren der Halbleiterscheiben festgelegt werden. Gegenstand der Erfindung ist ferner
eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens. <IMAGE>
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